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BATTERY MONITORING
CreatingIdeas: page 52



1717

SMART 
METERING

CreatingIdeas: page 54



1818

ProductGuide: page 55



1919

ProductGuide: page 55



20

WICHTIGE FRAGEN
Wireless Guide

ProductGuide: page 56



21

WICHTIGE FRAGEN
Wireless Guide

ProductGuide: page 57



2222

ProductGuide: page 55



2323

ProductGuide: page 55



24

ProductGuide: page 58



25

DUTY CYCLE
ProductGuide: page 60
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FUNKSYSTEM
ProductGuide: page 64
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REICHWEITEN ABSCHÄTZUNG
Model 1: Friis Transmission for Free Space 

ProductGuide: page 65
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RANGE ESTIMATION
Model 2: Two-ray Ground Reflection

ProductGuide: page 65
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REICHWEITE – DATENRATE – ENERGIEVERBRAUCH
Immer ein Kompromiss

ProductGuide: page 140
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OVERVIEW OF DIFFERENT PROTOCOLS AND STANDARDS
ProductGuide: page 93
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NETZWERK TOPOLOGIEN
ProductGuide: page 141
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FUNK-CHIP VS. FUNK-MODUL
2 Möglichkeiten

ProductGuide: page 68
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HARDWARE
Funkmodul oder Funkchip

ProductGuide: page 68
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WAS IST EIGENTLICH EIN FUNKMODUL?

Radio module Certification

ProductGuide: page 68
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KOSTENVERGLEICH– CHIP VS. MODULE
ProductGuide: page 69
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COST COMPARISON – CHIP VS. MODULE
ProductGuide: page 69
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MODULPLATZIERUNG
ProductGuide: page 70
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ANTENNA CONNECTION
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HARDWARE DESIGN
Trace Design
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„DAS IST DOCH NUR DER EMPFÄNGER“
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DAS WICHTIGSTE BAUTEIL FÜR DIE FUNKPERFORMANCE:
Die Antenne…
… wandelt Leitungsgebundene elektromagnetische Wellen in Freiraumwellen und umgekehrt.
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ANTENNA MATCHING
Warum?

IC Impedance
mismatch

Impedance
Matching circuit

IC Impedance
match
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ANTENNA MATCHING
Wie?

Z = 0 
Short circuit

Z = ∞ 
Open circuit

Z = 1 
Impedance matched

Re (z) Im(z)

Re (y) Im(y)
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ANTENNA MATCHING
Wie?

Weitere Information: 
ANP057WE-MCA Multilayer-Chipantenne Platzierung und Anpassung
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SMART ANTENNA SELECTION 
ANTENNA MATCHING 

ProductGuide: page 72
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SMART ANTENNA CONNECTION
Was ist eigentlich mit Feintuning oder Rematching gemeint?

Rematching, z.B. von 15-j102 zurück auf 50 Ohm

Antenne wird durch die 
Integration in die 
Anwendung verstimmt.
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DESIGN AND SOLUTIONS
ANTENNA MATCHING SERVICE

ProductGuide: page 73
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BEEINFLUSSUNG DER ANTENNENCHARAKTERISTIK DURCH DIE UMGEBUNG
Massefläche
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BEEINFLUSSUNG DER ANTENNENCHARAKTERISTIK DURCH DIE UMGEBUNG
Batterie
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DESIGN-IN:
Umgebungseinflüsse am Beispiel der Platzierung der Batterie
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 Filter- und Abblockkondensatoren direkt in die Zuleitung platzieren
 leerlaufende Stichleitungen vermeiden
 Anpassungselemente für die Antenne möglichst nah an der Antenne oder dem Steckverbinder platzieren
 Abblockkondensatoren möglichst nah am Module. 

LAYOUT TIPS
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 Filter- und Abblockkondensatoren direkt in die Zuleitung platzieren
 leerlaufende Stichleitungen vermeiden
 Anpassungselemente für die Antenne möglichst nah an der Antenne oder dem Steckverbinder platzieren
 Abblockkondensatoren möglichst nah am Module. 
 Masseanbindung für Modul und Kondensatoren so kurz wie möglich und mit mindestens einer

Durchkontaktierung auf die Masselage
 ESD Schutz möglichst nah zu der ausgesetzten/berührungsgefärdeten Stelle platzieren

LAYOUT TIPS
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FIRMWARE OPTIONEN
ProductGuide: page 80
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SDK
ProductGuide: page 79
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SOFTWARE TOOL: SMART COMMANDER 

Smart commander tool

Einfache PC-Software, 
die die vollständige 
Steuerung der 
Funkmodule über eine 
intuitive GUI ermöglicht

ProductGuide: page 12
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USING THE WE WIRELESS CONNECTIVITY SDK
Welches SDK ist das Richtige für meine Applikation?

Es sind aktuell 2 SDK‘s über GitHub verfügbar https://github.com/WurthElektronik

 Empfohlen für Neuentwicklungen: Wireless Connectivity SDK
Enthält alle neuen Produkte und unsere Fokusprodukte (Calypso, Metis, Proteus-e, Proteus-III, 
Tarvos-III, Telesto-III, Thebe-II, Themisto-I, Thyone-I)
 Benutzt einen STM32 (ARM Cortex M0/3/4) µC als Host sowie die STM32 Qube IDE für die 

integrierten Beispielprojekte, Portierung auf andere ARM basierte µC sind somit sehr einfach 
möglich

 Einfach zu kombinieren mit unserem Sensors SDK

 Legacy, Archiviert: Legacy Wireless Connectivity SDK 
 Enthält unsere älteren Produkte und wird nicht mehr weiterentwickelt
 Benutzt Raspberry Pi mit Linux als Host und Code::Blocks als IDE für die mitgelieferten 

Beispiele
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USING THE WE WIRELESS CONNECTIVITY SDK
Porting – 1. Plattform / Kommunikationsschnittstelle

 UART Interface des Hosts über SDK eingebunden 
 Lesen und Schreiben von Bytes und Kommandos ermöglicht 
 Zwischenschicht “Plattform” eingesetzt, mit UART Funktionalitäten des Hosts verbunden

 Protokoll (“Sprache” des Moduls) schon im SDK enthalten 
 wird auf einem Höheren Level der Applikation im Host zu Verfügung gestellt

Host µC
WC&SWC&S

SDK

Wireless Connectivity & 
Sensor

Produkt
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USING THE WE WIRELESS CONNECTIVITY SDK
Porting – 2. Applikation

 high-level Funktionen des SDK in der Applikation aufgerufen.
 “Init” Anteil dient zur 
 Initialisierung der Interfaces & des Modules 
 zur Konfiguration des Moduls

 Über Applikationsanteil werden zyklische Aufgaben ausgeführt 
 es erfolgen Reaktionen auf Ereignisse (Events)

Host µC
WC&SWC&S

SDK

Wireless Connectivity & 
Sensor

Produkt
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DESIGN-IN
Vergleich Funkchip vs. Funkmodul

ProductGuide: page 68
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NRF CONNECT SDK &  WE-PROWARE OS + SDK

WC & S
SDK

BYOF – build
your own
firmware

ProductGuide: page 82
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FIRMWARE OPTIONEN
ProductGuide: page 80
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CERTIFICATION OF CUSTOM MODULE
How can the certification of the standard module be re-used for the custom module?

 For RED (Europe), FCC (USA), IC (Canada), UKCA (Great Britain) a declaration of identity must be done in case the custom
module is radio identical to the standard module. 

 TELEC (Japan) does not provide this opportunity.
 Radio identical: Radio of the custom module must respect the maximum TX power and radio profiles (Bluetooth LE 1 Mbit 

for example) as specified in the ANR031.

ProductGuide: page 188
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INDIVIDUALISIERUNGEN
Anpassungen gefällig?

 Jede SoC (System on Chip) HW Plattform kann 
für die BYOF Option benutzt werden, z.B. dem 
nRF52840.
Unlock + Mass Erase + eigene Firmware über 
das SWD Interface (Serial Wire Debug) flashen, 
fertig.

 Nutzen des jeweiligen Hersteller SDK und der 
dort unterstützten Entwicklungsumgebung, 
z.B. dem nRF Connect SDK

 Würth Elektronik eiSos kann im Rahmen eines 
kundenspezifischen Produktes die 
Kundenfirmware in der Produktion aufspielen

ProductGuide: page 182
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REGULARIEN WELTWEIT
ProductGuide: page 84
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NATIONAL REQUIREMENTS MATRIX 
ProductGuide: page 86
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DURCHFÜHRUNG DER ZULASSUNG
mit einem zertifizierten Funkmodul – WE Testreport

 Testreports der bestandenen Funkprüfung verfügbar

 Reduziert den Testaufwand des Endprodukts deutlich

 Module mit spezieller Test-FW möglich

 Pre-Tests im Labor in Waldenburg möglich
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Listing Prozess

BLUETOOTH®

 Besteht aus qualification und declaration
 qualification Prozess

= Funktionalität und Konformität zu Spezifikationen
(inkl. Tests  und Messungen)

 Declaration = Keine Tests oder Messungen, 
Ausschließlich verwaltungsaufwand
(nur “paperwork”; und declaration fee)

 Der Inverkehrbringer ist für das Vorhandensein eines
Listing verantwortlich

 Möglichkeit eines Updates eines vorhandenen Listing
 identische Bluetooth HW und SW 
 Identischer Inverkehrbringer
  keine zusätzlichen Listing-Kosten entstehen

ProductGuide: page 108
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PRODUKTÜBERSICHT
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PRODUKTÜBERSICHT
ProductGuide: page 05
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PRODUKTÜBERSICHT
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SOFTWARE & EVALUATION
TOOLS
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SOFTWARE TOOLS
ProductGuide: page 12
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EVALUATION TOOLS
ProductGuide: page 16
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WEITERE INFORMATIONEN HIER:
WWW.WE-ONLINE.DE/KATALOG/WCO

WWW.WE-ONLINE.COM/WCS-PRODUCT-GUIDE
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Wireless Connectivity & Sensors Product Guide

www.we-online.com/wcs-product-guide

ProductGuide: page 01
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VIELEN DANK!

NOCH FRAGEN?
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Bei Fragen immer gerne melden!

David Hofer
Business Development
Wireless Connectivity & Sensors
Mob: +43 676 760 9139
Mail: david.hofer@we-online.com


